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Lernziele:

Verstandnis der grundlegenden Voraussetzungen zur spezifischen Konstruktion mikromecha-
nischer Systeme.

Kenntnis und Verstandnis der wichtigsten speziellen Technologien zur Erzeugung mikrome-
chanischer und mikrooptischer Komponenten.

Einblick in Nanostrukturierungstechnologien.

Vorkenntnisse / Voraussetzungen: Physikalische, chemische und elektrische

Grundlagen.

Kenntnisse von Halbleitertechnologien
z.B. Vorlesung
Mikroelektroniktechnologie (ME)
winschenswert , aber nicht unbedingt
notwendig.

Inhalte:

A Kontinuummechanik
1. Elastizitat

1.1 Isotrope Festkorper

1.2 Anisotrope Festkorper



2. Effekte zur mech./elektr. Signalwandlung

2.2 Piezoelektrischer Effekt

2.3 Piezoresistiver Effekt

3. Analytische Naherungslosungen aus der Elastizitatstheorie
3.1 Mech. Spannungen einer Diinnschicht

3.2 Durchbiegung einer isotropen Membran

3.3 Biegung einer Zunge

B Technologie

1. Si als Grundmaterial der Mikromechanik

Mechanische und thermische Materialparameter

1.2 Besondere Waferspezifikationen in der Bulkmikromechanik
2. Anisotrope Atztechniken

2.1 Nasschemisches anisotropes Atzen: Atzraten, Atzgeometrien bei konkaven Ecken,
Unteratzung konvexer Ecken und Kompensationsstrukturen, Atzstop, Maskierschichten

2.2 Plasmaunterstiitztes anisotropes Tiefenitzen (DRIE): Atzen mit Seitenwandpassivierung,
Maskierschichten

3. Laserinduzierte Verfahren: Pyrolytische Prozesse, Photolytische Prozesse
4. Kompensation mechanischer Spannungen

4.1 Spannungskompensation in einkristallinen Si-Schichten

4.2 Spannungskompensation in abgeschiedenen amorphen Schichten

5. Tiefenlithographie und 3-dim. Abformung

5.1 LIGA: Synchrotronlithografie, Galvanoformung, Abformung

5.2 UV-LIGA

6. Spezielle Waferscale-Verbindungstechniken
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Lehrveranstaltungsart: Vorlesung
Dauer: 6 SWS
Leistungspunkte: 6 CP gemaR ECTS

Abschatzung der work load: Abschatzung der work load: 42 x 1,5 Kontaktstunden Vorlesung;
Nachbereitungszeit 42 x 1,5 h fiir die Vorlesungen; Arbeitszeit fiir Priifungsvorbereitung 45
h; Prifungsdauer 1,5 h; Summe 172,5 h

Leistungsnachweise: schriftliche Prifung, 90 Minuten,
keine Zulassungsvoraussetzung

Dozent: Prof. Dr.rer.nat. Helmut Hummel,
Diplom-Physiker



Haufigkeit des Angebots /Wiederholungsméglichkeiten:

Vorlesung fir MS6 in jedem Sommersemester,
Moglichkeit zur Prifungsteilnahme in jedem Semester



